Dell EMC PowerEdge T350
Especificaciones técnicas

Modelo reglamentario: E78S Seri
Tipo reglamentario: E78S001
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Notas, precauciones y advertencias

®| NOTA: Una NOTA indica informacién importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

Una PRECAUCION indica la posibilidad de dafios en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cémo
evitar el problema.

A| AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

© 2021 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales.
Otras marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.



Tabla de contenido

Capitulo 1: Especificaciones tECNICAS. ... urmirurmirriiirrn i r s rr e s s r e s nnrmnns 4
DIMENSIONES AEI CNASIS. ...ttt bbb bbbt b bbbt b bbbttt 4
PPESO TEI SISTEMIA. ...tttk etk et bt e bt b e st b et bt e e b e e 4 eh e b e s e b e e eE e eeeE e ebeh e b e st e b et e bt eb e bt e b en e e ket e b e e erentens 5
ESPECifiCaCIONES el PrOCESAUO .......cviiritiitiiet ettt b bbbt 5
ESPECITICACIONES AE PSU... ittt ettt et s bt et e st be et et et e ea e st e se st e te e e te e eteeseseanensateneas 5
ESpPecificacioNeS AEI VENTIATON ........c.civiiiiiiietce ettt ettt b et bbb be b e b et ese et b ebe b ebe st ete e 6
SiStEmMas OPErativos COMPATIDIES. ......c.ciiiriiiiiieieieiieiei iRt 6
Especificaciones de 1a bateria Ael SISTEMA........cciiiiiiiicieieise ettt sa e ebe et s ere e 6
Especificaciones del soporte vertical para taretas de EXPanSION........c.iiuii i seseseaeseeeseaeseseaeseaens 6
ESPeCifiCaCiones de 18 MEMIOIIA. .......cvcviiiirieic bbbt bbbt 6
Especificaciones de la controladora de almacenamiIENTO.........covieiiiiiereiree et 7
ESPeCifiCaciones A 18 UNIAAA. ........uiiiiiiiiiiee ettt ettt te e te e te et e e teebeebeateebeeteebeebeateateanaataanearaanen 7

D1 T 7
U gTTa F=Ta [T e o 4Tt LTSRS 7
ESpPeCificaciones de PUETTOS Y CONECTONES. .....ciiiuiiiiiiiiteiteitesteste st st ste ettt st bbb e b e b e sbe b et e saesbe st e sbeseesbesbesneste e e 8
Especificaciones de PUETTOS USB.........oiii ettt 8
Especificaciones del PUETTO INIC.. ..ottt sttt b et st ete s bese st ese b eseetessesesaeneas 8
ESpecificaciones de PUEITOS VGA........cuiiiiiiete ettt sttt sttt b et st te st se et e b et et ebe st ere st essere e eris 8
ESPeCifiCaCioNeS A& CONECTON SEIIE.......cuiuiiiiitciiirietet sttt bbbttt ettt 8
1B\ I o] oai o] o= RSSO 8
ESPECITICACIONES AB VIAEO. ...c.ecviiictiieti ittt ettt ettt sttt s e b se et et e b et be s b se b se et e b ebe b ebe st ene et eseebe e etis 9
ESPECIfICACIONES GMIDIENTAIES. ......cv vt b bbbt b ettt 9
Especificaciones de contaminacion gase0sa y de PartiCUIS.........ccoviveiceriiiiniieeieeseese et 10
RESTICCIONES A€ QI TEIMICAS. ... iteeiteietiete etttk bbbttt et e b sttt b b e e r e e M

Tabla de contenido 3



Especificaciones técnicas

En esta se describen las especificaciones técnicas y ambientales del sistema.
Temas:

*  Dimensiones del chasis

. Peso del sistema

*  Especificaciones del procesador

*  Especificaciones de PSU

*  Especificaciones del ventilador

»  Sistemas operativos compatibles

. Especificaciones de la bateria del sistema

*  Especificaciones del soporte vertical para tarjetas de expansion
. Especificaciones de la memoria

*  Especificaciones de la controladora de almacenamiento
. Especificaciones de la unidad

. Especificaciones de puertos y conectores

*  Especificaciones de video

*  Especificaciones ambientales

Dimensiones del chasis
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llustracién 1. Dimensiones del chasis
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Tabla 1. Dimensiones del chasis para el sistema

Drives Xa Xb Ya Yb Yc Za Zb Zc
8 x 3,5 pulgadas / 4 x 175 mm N/A 369,5mm [3825mm N/A Con bisel: 560,5 mm 562,12 mm
3,5 pulgadas (6,88 (14,54 pulg | (15,05 pulg 19 mm (22,06 (2213
pulgadas) adas) adas) (0,74 pulga pulgadas) pulgadas)
das)
Peso del sistema
Tabla 2. Peso del sistema PowerEdge T350
Configuracion del sistema Peso maximo (con todas las unidades/SSD)
4 x 3,5 pulgadas 19,54 kg (43,07 Ib)
8 x 3,5 pulgadas 25,34 kg (55,86 Ib)
Especificaciones del procesador
Tabla 3. Especificaciones del procesador PowerEdge T350
Procesadores admitidos Ndamero de procesadores admitidos
Procesador Intel Xeon serie E-2300Un procesador Procesador Uno
Intel Xeon serie E-2300 con hasta 8 nlcleos o procesadores Intel
Pentium con hasta 2 nlcleos
Especificaciones de PSU
El sistema PowerEdge T350 admite hasta dos unidades de suministro de energia (PSU) redundante CA o una con cable.
Tabla 4. Especificaciones de PSU
PSU Clase Disipa | Frecuenci | Voltaje CA CcC Corriente
cion a
de Linea alta de | Linea baja de
calor 2002240V |100a120V
(maxi
ma)
450 W CA Bronze | 1871 100a 240V, 450 W 450 W N/A 6,5a35A
BTU/h | 50/60 Hz | autoajustable
r
600 W de CA | Platinum | 2250 B 100a 240V, 600 W 600 W N/A 71a36A
50/60 Hz .
TU/h autoajustable
600 W Modo | N/A 2250 B N/A 240V N/A N/A 600 W 29A
mixto HVDC TU/h

®
®
®

NOTA: La disipacion de calor se calcula mediante la potencia en vatios del sistema de alimentacion.

NOTA: Este sistema también sirve para la conexion a sistemas de alimentacion de Tl con un voltaje entre fases no superior a 240 V.

NOTA: Cuando seleccione o actualice la configuracion del sistema, para garantizar un consumo de energia 6ptimo, verifique el
consumo de energia del sistema con Enterprise Infrastructure Planning Tool, disponible en Dell.com/calc.
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Especificaciones del ventilador

El sistema PowerEdge T350 admite hasta un ventilador cableado conectado a la tarjeta madre del sistema.

Sistemas operativos compatibles

El sistema PowerEdge T350 es compatible con los sistemas operativos siguientes:

Para obtener més informacion, visite www.dell.com/ossupport.

Canonical Ubuntu Server LTS

VMware ESXi

Microsoft Windows Server con Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server

Especificaciones de la bateria del sistema

El sistema PowerEdge T350 es compatible con la bateria de sistema Pila tipo botén de litio CR 2032 de 3 V.

Especificaciones del soporte vertical para tarjetas de
expansion

El sistema PowerEdge T350 es compatible con hasta dos tarjetas de expansion PCl express (PCle) de 3 © generacion y dos de

4 © generacion.

Tabla 5. Ranuras de tarjetas de expansion compatibles con la tarjeta madre del sistema

Ranura PCle Tarjetas Conexion del Altura de laranura | Longitud de laranura | Ancho de laranura
verticales procesador PCle PCle PCle
Ranura 1 Enlace x4 en la ranura
(4 © generaci N/A Procesador 1 Altura completa Longitud media «8
on)
Ranura 2
(4 © generaci N/A Procesador 1 Altura completa Longitud completa x16
on)
Ranura 3 Concentrador del
(3 © generaci N/A controlador de la Altura completa Longitud media X1
on) plataforma
Ranura 4 Concentrador del Enlace x4 en la ranura
(3 © generaci N/A controlador de la Altura completa Longitud media 8
on) plataforma

@l NOTA: La funcion de la ranura 1 se deshabilita cuando se utiliza el procesador Intel Pentium.

Especificaciones de la memoria

El sistema PowerEdge T350 es compatible con las siguientes especificaciones de memoria para un funcionamiento optimizado.
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Tabla 6. Especificaciones de la memoria

Un procesador
Tipo de moédulo DIMM Rango de DIMM Capacidad de DIMM Capacidad minima del Capacidad maxima del

sistema sistema

8 GB 8 GB 32 GB

Banco Unico
UDIMM 16 GB 16 GB 64 GB
Banco dual 32 GB 32 GB 128 GB
Tabla 7. Sockets de médulo de memoria
Sockets de médulo de memoria Velocidad
4 de 288 clavijas 3200 MT/s, 2933 MT/s, 2666 MT/s

®| NOTA: Las ranuras de DIMM de memoria no se pueden conectar en caliente.

®| NOTA: Los UDIMM de rango doble con dos DIMM por canal (2DPC) limitan la velocidad a 2933 MT/s.

Especificaciones de la controladora de almacenamiento

El sistema PowerEdge T350 soporta las tarjetas controladoras siguientes:

Tabla 8. Tarjetas controladoras de almacenamiento

Controladoras internas HBA externa

3160 e HBA355e (no RAID)
PERC H755
PERC H355
PERC H345
HBAZ55I

Especificaciones de la unidad

Drives
El sistema PowerEdge T350 admite:

e Unidades SATA, SAS intercambiables en caliente de 4 x 3,5 pulgadas.
e Unidades SATA, SAS, intercambiables en caliente de 8 x 3,5 pulgadas.

®| NOTA: Admite unidades de 2,5 pulgadas en portaunidades hibrido de 3,5 pulgadas.

Unidades opticas

El sistema PowerEdge T350 admite una Unidad de DVD-ROM delgada o una unidad DVD +/- RW.
®| NOTA: Los dispositivos DVD solo admiten datos.

Especificaciones técnicas



Especificaciones de puertos y conectores

Especificaciones de puertos USB

Tabla 9. Especificaciones de USB de PowerEdge T350

Parte frontal

Parte posterior

Parte interna (opcional)

Tipo de puerto

Tipo de puerto

Tipo de puerto

No. de puertos No. de puertos

Direct (puerto cumplen con
compatible con los requisitos de
Micro-AB USB USB 3.0

2.0)

USB No. de puertos USB USB
Puerto que cumple | Uno Puerto compatible | Cinco Puerto compatible | Uno
con los requisitos con USB 2.0 con USB 3.0
de USB 3.0 interno
Puerto de iDRAC [ Uno Puertos que Uno

@l NOTA: El puerto que cumple con los requisitos de USB 2.0 solo se puede usar como puerto de administracion o iDRAC Direct.

Especificaciones del puerto NIC

El sistema PowerEdge T350 es compatible con hasta dos puertos de controladora de interfaz de red (NIC) de 10/100/1000 Mbps
integrados en la tarjeta madre.

Tabla 10. Especificacion del puerto de la NIC para el sistema

Funcioén

Especificaciones

LOM

1GbE x 2

Especificaciones de puertos VGA

El sistema PowerEdge T350 es compatible con Uno puerto DB-15 en el panel posterior.

Especificaciones de conector serie

El sistema de PowerEdge T350 es compatible con un conector serial, que es un Conector de 9 patas, que compatible con 16550 de Equipo

de terminal de datos (DTE).

IDSDM (opcional)

El sistema PowerEdge T350 es compatible con el médulo SD doble interno (IDSDM).

El IDSDM es compatible con dos tarjetas SD y esta disponible en las siguientes configuraciones:

Tabla 11. Capacidad de almacenamiento de la tarjeta SD compatible

Tarjeta IDSDM

e 16GB
e 32GB
e 64GB

@l NOTA: Hay una ranura de tarjeta IDSDM dedicada para redundancia.
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@l NOTA: Utilice tarjetas SD con marca Dell EMC que estén asociadas con los sistemas configurados con IDSDM.

Especificaciones de video

El sistema T350 R350 es compatible con la controladora gréfica integrada Matrox G200 con 16 MB de buffer de trama de video.

Tabla 12. Opciones de resolucion de video compatibles con el sistema

Solucién Tasa de actualizacién (Hz) Profundidad del color (bits)
1024 x 768 60, 72, 75, 85 8,16, 32
1280 x 800 60, 75 8,16, 32
1280 x 1024 60, 75, 85 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60, 75, 85 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60, 65, 70, 75, 85 8,16, 32
1680 x 1050 60, 75, 85 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60, 75, 85 8,16, 32

Especificaciones ambientales

@ NOTA: Para obtener més informacion sobre las certificaciones medioambientales, consulte la Hoja de datos medioambientales de
productos ubicada con los documentos en www.dell.com/support/home.

Tabla 13. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A2

Temperatura

Especificaciones

Operaciones continuas permitidas

Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m
(<= 2953 pies)

De -10 ©C a 35 °C (de 50 °F a 95 ©F) sin que el equipo reciba la luz directa del
sol

Rangos de porcentaje de humedad (sin
condensacion en todo momento)

8 % de RH con un punto de condensacién minimo de -12 ©C a 80 % de RH con
un punto de condensacion maximo de 21 °C (69,8 °F)

Reduccién de valores nominales de altitud en
funcionamiento

La temperatura maxima se reduce 1 °C/300 m (33,8 °F/984 pies) por encima de
los 900 m (2953 pies)

Tabla 14. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A3

Temperatura

Especificaciones

Operaciones continuas permitidas

Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m
(<= 2953 pies)

De 5a40 °C (41a 104 °F) sin luz directa del sol en el equipo

Rangos de porcentaje de humedad (sin
condensaciéon en todo momento)

8 % de RH con un punto de condensacion minimo de -12 °C a 85% de RH con un
punto de condensacion maximo de 24°C (75,2°F)

Reduccién de valores nominales de altitud en
funcionamiento

LLa temperatura maxima se reduce 1 °C/175 m (33,8 °F/574 pies) por encima de
los 900 m (2953 pies)
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Tabla 15. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A4

Temperatura Especificaciones

Operaciones continuas permitidas

Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m De 5 a45 °C (41a 113 ©F) sin luz directa del sol en el equipo

(<= 2953 pies)

Rangos de porcentaje de humedad (sin 8 % de RH con un punto de condensacién minimo de -12 ©C a 90% de RH con un
condensacién en todo momento) punto de condensacion méximo de 24°C (75,2°F)

Reduccién de valores nominales de altitud en La temperatura maxima se reduce 1 °C/125 m (33,8 °F/410 pies) por encima de
funcionamiento los 900 m (2953 pies)

Tabla 16. Especificaciones ambientales comunes para ASHRAE A2, A3, y A4

Temperatura | Especificaciones

Operaciones continuas permitidas

Gradiente de temperatura maxima (se aplica 20 ©C en una hora* (36 °F en una hora) y 5 ©C en 15 minutos (41 °F en
en funcionamiento y cuando no estéa en 15 minutos), 5 °C en una hora* (41 °F en una hora) para cinta
funcionamiento) ()| NOTA: * Segun las reglas térmicas de ASHRAE para el hardware de cinta,

estas no son tasas instantaneas de cambio de temperatura.

Limites de temperatura cuando el sistema no esta en | -40 a 65 °C (-104 a 149 °F)
funcionamiento

Limites de humedad cuando el sistema no est4 en De 5 % a 95 % de RH con un punto de condensaciéon méximo de 27 °C (80,6 °F)
funcionamiento

Altitud méxima en estado no operativo 12 000 metros (39 370 pies)

Altitud méxima en funcionamiento 3048 metros (10 000 pies)

Tabla 17. Especificaciones de vibracion maxima

Vibracién maxima Especificaciones
En funcionamiento 0,21 Gys de 5 Hz a 500 Hz durante 10 minutos (todos los ejes X, v, v 2)
Almacenamiento 1,88 Gins de 10 Hz a 500 Hz durante 15 minutos (evaluados los seis laterales)

Tabla 18. Especificaciones de impulso de impacto maximo

Impulso de impacto maximo Especificaciones

En funcionamiento Seis impulsos ejecutados consecutivamente en el sentido positivo y negativo de
los ejes "x", "y"y "z", de 6 G durante un méaximo de 11 ms.

Almacenamiento Seis impulsos ejecutados consecutivamente en los ejes "x", "y" y "z", positivo y
negativo (un impulso en cada lado del sistema), de 71 G durante un maximo de
2 ms.

Especificaciones de contaminacion gaseosa y de particulas

En la siguiente tabla, se definen las limitaciones que ayudan a evitar dafios en el equipo de Tl y/o fallas causadas por contaminacion
gaseosa o con particulas. Silos niveles de contaminacion gaseosa o con particulas estan por encima de los limites especificados y
causan dafios o fallas en el equipo, es posible que deba corregir las condiciones medioambientales. La correccion de las condiciones
medioambientales sera responsabilidad del cliente.

Tabla 19. Especificaciones de contaminacion de particulas

Contaminacion de particulas Especificaciones

Filtracion de aire ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtracion de aire de centro de
datos con un limite de confianza superior del 95%.
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Tabla 19. Especificaciones de contaminacién de particulas (continuacion)

Contaminacién de particulas

Especificaciones

@ NOTA: Esta condicion solo se aplica a los ambientes de centro
de datos. Los requisitos de la filtracion de aire no se aplican

a los equipos de Tl designados para ser utilizados fuera del
centro de datos, en entornos tales como una oficina o una
fabrica.

(D|NOTA: El aire que entre en el centro de datos tiene que tener
una filtracion MERV11 0 MERV13.

Polvo conductor

El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u
otras particulas conductoras.

@ NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de
centro sin datos.

Polvo corrosivo

e [l aire debe estar libre de polvo corrosivo.

e El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto
delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.

@ NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de

centro sin datos.

Tabla 20. Especificaciones de contaminacion gaseosa

Contaminacién gaseosa

Especificaciones

Tasa de corrosiéon de planchuela de cobre

<300 A/ mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-2013

Tasa de corrosiéon de planchuela de plata

<200 A/mes, segun lo definido por ANSI/ISA71.04-2013.

®| NOTA: Niveles méximos de contaminacion corrosiva medidos al <50% de humedad relativa

Restricciones de aire térmicas

No se admite GPU.

®| NOTA: No se requiere DIMM de relleno.

Dos PSU son necesarias en modo redundante: sin embargo, la falla de la PSU no es compatible.
No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.

La temperatura de funcionamiento es para una altitud maxima de 950 m para una refrigeracion de aire fresco.
Debido a que el sistema cuenta con un Unico ventilador, no se admite la redundancia de enfriamiento.
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